Zatacznik nr 1
do ogtoszenia o udzielanym

zamowieniu nr ZZ/008/009/D/2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
MODYFIKACJA Z DNIA 16.01.2024r.

L.p. Przedmiot zaméwienia llos¢ szt.
Plytka PCB "PCB_ESPAR_PLA_v1_1"
- okragte PCB o Srednicy 118mm
- laminat FR4 dwuwarstwowy, o grubo$ci 1.55mm
- metalizowane przelotki, niebieska soldermaska
- montaz elementéw SMD"
e PCB_ESPAR_PLA_v1_1
o Wymiar PCB 118mm x 118mm
o llos¢ warstw 2
o Soldermaska niebieska
o Materiat FR-4
o Koncowa grubos¢ 1.55mm
o Zewnetrzne warstwy metalizacji o grubosci 18um
1. o Minimalna szeroko$é $ciezki 0.192mm 10
o Minimalna izolacja pomigdzy metalizacjami: 0.153mm
o Minimalny rozmiar pierécienia metalizacji dookota przelotki
0.125mm
o Minimalna $érednica przelotki 0.45mm
o Gestos¢ przelotek: 299/dm3
o  Minimalny rozstaw padéw 0.4mm
o Komponenty — montaz SMD jednostronny
SMD 63
Ztacze header SMD 1
QFN o rozstawie padéw <0.45mm 12
Ptytka PCB z sensorami do projektu IMAGS bazujacych na module nRF52:
- montaz elementéw SMD
- pozyskanie niezbednych komponentéw do montazu
- wymiary 46 x 17 mm
- laminat FR4 czterowarstwowy, o grubo$ci koncowej 1.55mm
- metalizowane przelotki, niebieska soldermaska
- termin realizacji nie przekraczajacy 14 dni roboczych
2. 5
o Ptytka PCB z sensorami do projektu IMAGS bazujgcych na module
nRF52
o Wymiar PCB 46.04mm x 15.24mm
o llos¢ warstw 4
o Soldermaska niebieska
o Materiat FR-4
o Koncowa grubos¢ 1.55mm




Zewnetrzne warstwy metalizacji o grubo$ci 12um
Wewnetrzne warstwy metalizacji o grubosci 18um
Minimalna szeroko$¢ Sciezki 0.127mm

Minimalna izolacja pomiedzy metalizacjami: 0.125mm
Minimalny rozmiar pierscienia metalizacji dookota przelotki
0.125mm

Minimalna érednica przelotki 0.15mm

PCB posiada metalizowane potéwki przelotek na krawedzi PCB
Gestos¢ przelotek: 2406/dm?

Minimalny rozstaw padéw 0.4mm

Komponenty — montaz SMD dwustronny

SMD 28
SMD o rozstawie padéw <0.45mm 19
Ztacze header SMD 1
aQFN 1

QFN o rozstawie padéw <0.45mm 1
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BGA o rozstawie padéw <0.45mm 1

Ptytka PCB z sensorami do projektu IMAGS bazujacych na module nRF52 i
ESP32:

- montaz elementéw SMD i THT

- pozyskanie niezbednych komponentéw do montazu

- wymiary 53.5 x 68.7 mm

- laminat FR4 czterowarstwowy, o grubo$ci korncowej 1.55mm

- metalizowane przelotki, niebieska soldermaska

- termin realizacji nie przekraczajacy 14 dni roboczych

o Plytka PCB z sensorami do projektu IMAGS bazujacych na module

nRF52 i ESP32

o Wymiar PCB 110.58mm x 67.34mm
llos¢ warstw 4
Soldermaska niebieska
Materiat FR-4
Koncowa grubo$¢ 1.55mm
Zewngtrzne warstwy metalizacji o grubosci 18um
Wewnetrzne warstwy metalizacji o grubosci 18um
Minimalna szeroko$¢ Sciezki 0.131mm
Minimalna izolacja pomiedzy metalizacjami: 0.1mm
Minimalny rozmiar pierscienia metalizacji dookota przelotki
0.1mm
Minimalna $rednica przelotki 0.15mm
Gestos¢ przelotek: 708/dm?
Minimalny rozstaw padow 0.4mm
o Komponenty — montaz dwustronny

Przewlekane 8

SMD 158
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SMD o rozstawie padéw <0.45mm 7
Ztacze header SMD/antena SMD 4
BGA o rozstawie padow <0.45mm 2
aQFN 1

10




QFN o rozstawie padéw <0.45mm
Ztacza SMA krawedziowe




